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Samsung Electronics

서서비비스스 매매뉴뉴얼얼 관관리리 지지침침

서비스 매뉴얼은 삼성제품에 대한 중요한 정보가 기술되어 있는 책자이므로
당사의 사전 서면동의 없이 임의로 복사, 배포될 수 없으며 관리시 분실 및 도난에 주의해
주시기 바랍니다.

무선사업부장
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Samsung Electronics

서서비비스스 지지침침

● 휴대폰을 정밀 조정할 경우에는 Shield Box내에서 하십시오. 
휴대폰 특성은 주위 간섭(RF NOISE)에 상당히 민감하므로 조정 및 Test시
각별히 유의하십시오.

● 자석류나 자성을 지닌 도구를 사용하면 자성의 영향으로 부품의
성능이 마비될 수 있으므로 유의하십시오.

● 본 제품 기구물 분해시 드라이버를 잘못 사용하면 나사가 쉽게 마모될 수
있으므로 반드시 규격에 맞는 드라이버를 사용해 주십시오.

● 레벨을 측정할 때는 Wire 굵기가 굵은 연선을 사용하십시오. 
굵은 연선은 저항성분이 적기 때문에 측정오차를 줄일 수 있습니다.

● Test Pack을 꽂고 전원을 켠 상태에서 보드 수리할 경우 쇼트로 인한 과전류,
부품열화 등 위험이 있으므로 Test Pack과 Set를 분리 후 수리하십시오.

● PCB의 Land는 작고 열에 약하므로 납땜시 특히 주의하십시오.

● 충전기 수리시 기구물을 분해한 후 PBA와 CONNECTOR로 전원을 ON/OFF
하면 위험하므로 반드시 AC전원플러그를 사용해서 전원을 ON/OFF하십시오.

본 제품 수리시 서비스 매뉴얼에 언급되지

않은 부분은 다음의 연락처로 문의하시기

바랍니다.

삼성전자(주) 정보통신연구개발센타

무선사업부 개발1그룹
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Samsung Electronics

서서비비스스용용 JIG 및및 CABLE

TEST JIG GH80-10502C

DATA CABLE GH39-00149A

RF CABLE GH39-00090A


